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摘要(译)

通过在真空中施加诸如硅油的密封液，将经过干燥剂涂覆，烘焙，UV清
洁，UV密封剂涂覆等的相对基板和其上形成有EL元件的元件基板固定在
一起。随后，当暴露于正常气氛时，相对基板和元件基板彼此吸附，同
时保持预定间隙。在这种状态下，UV密封剂通过UV照射固化。因此，可
以使用简单的制造方法将密封液封入相对基板和元件基板之间。
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